Jak przygotowac projekt pod katem montazu
elektronicznego?

Projektujac obwdd drukowany pod montaz SMT projektant powinien dostosowac go do normy: IPC-SM-782A.

Ponizej prezentujemy gtéwne zasady projektowania ptytek, ktdre jak wynika z naszego doswiadczenia maja
najwieksze znaczenie w uzyskaniu wysokiej jakosci potgczen lutowniczych, a takze w wykonaniu procesu
montazu z mozliwie jak najmniejszym udziatem dodatkowych czynnosci manualnych. Ponizsze zasady
odzwierciedlajg takze najczestsze btedy w projektach powodujgce pdzniejsze problemy.

Jezeli nie jestes pewny(a) jak zaprojektowac ptytke, lub potrzebujesz potwierdzenia, czy projekt, ktory
posiadasz wymaga wprowadzenia udoskonalen pod katem produkcji prosimy o wystanie go do sprawdzenia na
adres info@dgtronik.com.pl . Analize przeprowadzimy bezptatnie jezeli zdecydujesz sie na montaz w naszej
firmie.

Podejmiemy sie takze projektowania ptytki od poczatku do korica na podstawie schematu elektrycznego.

1. OBWODY DRUKOWANE

1.1 Ksztatt

- prostokatny (ptytki o nieregularnych ksztattach nalezy umiesci¢ w prostokatnej formatce)

1.2 Wymiary PCB (paneli) jakie jesteSmy w stanie zmontowac na naszych liniach do montazu powierzchniowego:
[mm] (dtugosc¢ x szerokosc¢ x grubosc)

- minimalne 100x90x 0,8

- maksymalne 360 x 300 x 3,0

Poszerzenie zakresu wymiaréow jest mozliwe, ale wymaga indywidualnych uzgodnien

- minimalne 50x50x0,8

- maksymalne 460 x 400 x 5,0

1.3 Marginesy technologiczne

- wzdtuz przynajmniej dwoch (przeciwlegtych) krawedzi muszg znajdowac sie obszary wolne od elementdw, o
szerokosci przynajmniej 5mm

- jezeli w obszarze ptyty nie mozna wygospodarowac obszaréw wolnych od elementdéw, nalezy dodac
marginesy technologiczne poza obrysem ptyty

2. PANEL (FORMATKA)

2.1 Ptytkifaczone na styk

- miedzy ptytkami stosowac rylcowanie (nacinanie, zwane tez V-cut)

- elementy elektroniczne nie powinny przekracza¢ linii rylcowania

- minimalna odlegto$¢ mozaiki (miedzi) od linii rylcowania wynosi 0,3mm

2.2 Ptytki tgczone z odstepem

- miedzy ptytkami stosowac frezowanie i stupki faczace
- $rednica frezu 2mm
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- szerokos$¢ stupkow taczacych nie wieksza niz 3mm
- o ile to mozliwe, nalezy stosowac perforacje miedzy stupkiem tgczagcym a ptytka
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max. 3mm

2.3 Obowigzuje wymaganie 1.3. na marginesy technologiczne
3. PUNKTY REFERENCYJNE
3.1 Potrzebne s3 co najmniej dwa punkty referencyjne (optymalnie trzy), umieszczone jak najdalej od siebie.

3.2 Punkty referencyjne muszg by¢ umieszczone w catosci, tzn. facznie z odmaskowaniem, poza marginesem
technologicznym (zob. punkt 1.3).

3.3 W przypadku dwustronnego montazu SMT punkty referencyjne muszg znajdowac sie na obu stronach ptytki
3.4 W przypadku ptytek utozonych w panelu pozadane sg dwa rodzaje punktéw referencyjnych:

a) globalne (na panelu)

b) lokalne (na poszczegdlnych ptytkach)

3.5 Punkty referencyjne powinny by¢ odmaskowanie.

3.6 Preferowany ksztatt punktu referencyjnego:

koto o srednicy 1,5mm
umieszczone w odmaskowanym polu o $rednicy min. 3mm

3.7 Inne spotykane wzory punktéw referencyjnych:

kwadrat szachownica krzyz romb, itp.
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powyzsze wzory powinny mie¢ wielkos¢ okoto 2x2mm, odmaskowanie okoto 4x4mm

4. MOZAIKA (PADY, SCIEZKI, PRZELOTKI)
4.1 Generalnie projekt ptyty powinien by¢ zgodny z normg IPC-SM-782A.

4.2 Niektére podstawowe wymagania sg zebrane w tabeli ponizej.

ROZMIESZCZENIE PRZELOTEK WZGLEDEM PADOW

- nie umieszczac przelotek na padach SMD oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie

przelotki powinny by¢ pokryte maska lub oddzielone od padu zamaskowang Sciezka

- zalecana odlegtos¢ przelotki od padu 25 milsow — w praktyce przelotka moze by¢ potozona blizej padu,
ale koniecznie poza jego odmaskowaniem

TAK NIE
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PUNKTY LUTOWNICZE SMD

- nie umieszcza¢ paddéw na duzych polach miedzi i szerokich sciezkach

TAK NIE
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nie faczy¢ bezposrednio sgsiednich padéw uktaddw scalonych

TAK NIE

uktad scalony
uktad scalony

- sciezki rozprowadzac od padéw symetrycznie

TAK NIE
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PUNKTY LUTOWNICZE PTH (przewlekane)

nie umieszczac pdl lutowniczych bezposrednio na duzych polach miedzi i szerokich sciezkach

TAK NIE




ELEMENTY SMD NA STRONIE BOTTOM (klejone i lutowane na fali)

umieszczaé tylko elementy bierne lub uktady scalone o rozstawie wyprowadzer 2 1,27mm
wazne jest ustawienie elementéw w stosunku do kierunku lutowania (przyktady ponizej)
wazne jest stosowanie specjalnych wzoréw paddéw do lutowania na fali (przyktady ponizej)
wazne jest zachowanie odlegtosci miedzy elementami (padami) minimum 1,00mm

nie umieszczac niskich elementéw w "cieniu lutowniczym” wiekszych elementéw

4.3, Przyktadowe wzory padéw do lutowania na fali
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- rezystory / kondensatory
Typ A B C D E F G
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Obudowy
0603 2,70 0,90 0,90 0,80 0,00 3,40 2,10
0805 3,40 1,30 1,05 1,30 0,20 4,30 2,70




1206 4,80 2,30 1,25 1,70 1,25 5,90 3,20
1210 5,30 2,30 1,50 2,60 1,25 6,30 4,20
1812 7,20 3,00 2,10 3,40 2,00 8,60 5,90
2220 9,60 4,20 2,70 5,20 3,20 11,60 8,50
- kondensatory tantalowe
Typ A B C D E F G
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Obudowy
"A" 5,90 1,60 2,15 1,60 0,50 6,60 4,00
"B" 6,50 1,90 2,30 2,80 0,75 7,20 5,45
"c" 9,90 3,40 3,25 3,20 2,10 10,60 6,60
"D" 11,40 4,70 3,35 4,30 3,40 12,10 8,00
- diody o dwdch wyprowadzeniach
Typ A B C D E F G
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Obudowy
SOD80 4,90 2,70 1,10 1,70 2,10 6,30 2,90
(minimelf)
soD87 4,90 2,70 1,10 2,10 2,10 6,90 3,50
SOD87S 4,90 2,70 1,10 1,50 2,10 6,00 2,60
SOD123 5,50 2,90 1,30 1,80 2,30 6,00 3,50
SOD323 4,50 1,70 1,40 1,30 1,10 5,00 2,90
SOD106A 8,60 2,40 3,10 2,50 1,90 9,30 5,50
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Obudowy | [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SOT23 4,00 1,00 1,50 1,20 2,80 3,40 1,00 4,50 4,50
SOT346 4,25 1,45 1,40 1,20 2,80 3,40 1,00 4,75 4,75
(5C59)
SOT323 |3,95 1,15 1,40 0,90 1,90 2,50 0,70 4,45 3,65
A
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kierunek przejscia przez fale



- obudowy typu QFP

- obudowy typu PLCC
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- obudowy typu SO8 - SO32
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- obudowy typu SO8 - SO32 (inna wersja)
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5. INNE

W przypadku stosowania materialéw lub elementéw niestandardowych prosze kontaktowaé sie z Biurem
Handlu DGTronik Sp. z 0.0. na info@dgtronik.com.pl.



